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DESCRIPCION
Médulo de chip para soporte de datos portatil

La invencién se refiere a un médulo de chip para un soporte de datos portatil. La invencion se refiere también a un
soporte de datos portéatil equipado con un modulo de chip de este tipo.

Los soportes de datos en forma de tarjeta, en particular las tarjetas inteligentes, se utilizan en muchos campos, por
ejemplo como documentos de identidad, para demostrar una autorizacién de acceso a una red de telefonia movil o
al transporte publico de cercanias, y para la realizacion de transacciones de servicio de pagos por transferencia. Una
tarjeta inteligente presenta un cuerpo de tarjeta y un circuito integrado embutido en el cuerpo de tarjeta. Para
posibilitar una produccion eficiente de la tarjeta inteligente, en numerosos procedimientos de fabricacion el circuito
integrado se empaqueta primero en un modulo de chip y a continuacién el médulo de chip se monta en el cuerpo de
tarjeta. En particular, el médulo de chip se pega en una escotadura del cuerpo de tarjeta.

A través de un campo de contactos de la tarjeta inteligente se puede desarrollar una comunicacioén con el circuito
integrado. Para ello, una unidad de conexidn entra en contacto fisico con el campo de contactos. Por regla general,
el campo de contactos forma parte del médulo de chip. Alternativa o adicionalmente a la comunicacion a través del
campo de contactos, también puede estar prevista una comunicacion sin contacto. Para ello, el cuerpo de tarjeta
puede presentar una antena que se conecta eléctricamente con el circuito integrado durante el montaje del médulo
de chip. Ademas, durante el montaje del médulo de chip en el cuerpo de tarjeta se pueden establecer conexiones
eléctricas con otros componentes eléctricos del cuerpo de tarjeta. Sin embargo, esto resulta dificil, ya que las
conexiones necesarias reducen la superficie de adhesion entre el médulo de chip y el cuerpo de tarjeta y, en
consecuencia, la cantidad o el tamafio de las conexiones estan muy limitados a causa de la necesaria union entre el
madulo de chip y el cuerpo de tarjeta.

Por ejemplo, el documento WO 02/089050 Al da a conocer un mddulo de chip para un soporte de datos portéatil que
presenta un circuito integrado dispuesto sobre un soporte. A cierta distancia lateral del circuito esta configurado un
panel de conexiones para conectar otro componente. El médulo también presenta una superficie de adhesion en la
superficie limite del soporte intermedio con el soporte de datos opuesta a las pistas conductoras.

La invencién tiene por objetivo configurar un médulo de chip para un soporte de datos portatil de tal modo que
presente suficientes posibilidades de conexidn para componentes eléctricos y que ademas haga posible una union
estable entre el médulo de chip y el cuerpo de tarjeta.

Este objetivo se resuelve mediante un médulo de chip con la combinacion de caracteristicas indicada en la
reivindicacion 1.

El médulo de chip segun la invencion para un soporte de datos portatil presenta un circuito integrado dispuesto
sobre un soporte. La particularidad del médulo de chip segun la invencién consiste en que sobre el soporte, a cierta
distancia lateral del circuito integrado, esta configurado un panel de conexiones con varias conexiones para
conectar, al menos, un componente eléctrico del soporte de datos portéatil, estando dispuesto el panel de conexiones
fuera de una zona de adhesion y estando dispuesta la zona de adhesion en una escotadura del soporte de datos. La
zona de adhesion rodea el circuito integrado o un cuerpo moldeado en el que estd embutido el circuito integrado y
sirve para la fijacion en el soporte de datos portatil.

Una ventaja de la invencion consiste en que el médulo de chip presenta suficientes posibilidades de conexion para
componentes eléctricos y en que ademas es posible una union fiable entre el médulo de chip y el cuerpo de tarjeta.
Otra ventaja consiste en que el panel de conexiones esta dispuesto en una zona en la que no se produce ninguna
carga mecanica demasiado alta después del montaje del médulo de chip en el cuerpo de tarjeta y, gracias a ello, las
conexiones eléctricas configuradas mediante el panel de conexiones son muy estables.

En una forma de realizacion preferente del médulo de chip segun la invencidn, el circuito integrado esta embutido en
un cuerpo moldeado y el panel de conexiones esta dispuesto fuera del cuerpo moldeado, preferentemente a una
distancia lateral de, al menos, 2 mm con respecto al cuerpo moldeado.

De forma especialmente ventajosa, el panel de conexiones esta dispuesto fuera de una zona de adhesion que rodea
el circuito integrado o el cuerpo moldeado y sirve para la fijacion en el soporte de datos portatil. De este modo se
puede excluir la posibilidad de que el panel de conexiones perjudique la union entre el médulo de chip y el cuerpo de
tarjeta.

Al menos algunas de las conexiones pueden estar conectadas eléctricamente con el circuito integrado. También
puede estar previsto que, al menos, algunas de las conexiones estén dispuestas sobre la misma superficie principal
del soporte en la que también esta dispuesto el circuito integrado.

En la zona del panel de conexiones puede estar configurado, al menos, un elemento capacitivo y/o, al menos, un
elemento inductivo. También es posible configurar, al menos, un dispositivo de conmutacion en la zona del panel de
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conexiones. Ademas, en la zona del panel de conexiones se puede disponer, al menos, un componente electronico,
preferentemente mediante técnica SMD. De este modo, el panel de conexion puede tener multiples usos.

El circuito integrado puede estar conectado eléctricamente con un campo de contactos estandar para una conexion
externa. En este contexto, el panel de conexiones puede estar dispuesto desplazado lateralmente con respecto al
campo de contactos para la conexion externa.

El soporte de datos portatil segin la invenciéon presenta un cuerpo de tarjeta con, al menos, un componente
eléctrico. Ademas esta previsto un modulo de chip con un circuito integrado dispuesto sobre un soporte, que esta
embutido total o parcialmente en el cuerpo de tarjeta y conectado eléctricamente con el componente eléctrico del
cuerpo de tarjeta. La particularidad del soporte de datos portéatil segin la invencién consiste en que la conexion
eléctrica entre el modulo de chip y el componente eléctrico del cuerpo de tarjeta se realiza mediante un panel de
conexiones del médulo de chip, que esta configurado sobre el soporte a cierta distancia lateral del circuito integrado
y presenta varias conexiones.

De forma especialmente ventajosa, al menos algunas de las conexiones del panel de conexiones estan conectadas
eléctricamente con estructuras del cuerpo de tarjeta previstas para ello por medio de un adhesivo conductor
eléctrico, que preferentemente presenta una conductividad anisétropa. Una conexién eléctrica configurada de este
modo se puede producir a un coste relativamente bajo.

En un perfeccionamiento del soporte de datos portétil segun la invencion, al menos una conexion del panel de
conexiones es accesible desde fuera del cuerpo de tarjeta. Esta conexion puede ser utilizada para una conexion a
través de un aparato externo.

El soporte de datos portatil segin la invencion esta configurado preferentemente de tal modo las dimensiones
laterales del médulo de chip son menores que las dimensiones laterales del cuerpo de tarjeta. El modulo de chip
puede estar dispuesto en una escotadura del cuerpo de tarjeta, que preferentemente esta configurada con dos
escalones y que esta abierta al entorno. De este modo se asegura la posibilidad de utilizar procedimientos de
fabricacién conocidos para la produccion del médulo de chip y el cuerpo de tarjeta.

La invencion se explica a continuacién por medio de ejemplos de realizacion representados en los dibujos.
En los dibujos:

- la figura 1 muestra una vista del anverso de un ejemplo de realizacién de un médulo de chip configurado segun la
invencion;

- la figura 2 muestra una vista del dorso del ejemplo de realizacion del médulo de chip segun la invencion
representado en la figura 1;

- la figura 3 muestra una representacion en seccion del ejemplo de realizacién del médulo de chip segun la invencion
representado en las figuras 1y 2;

- la figura 4 muestra otra vista del dorso del ejemplo de realizacién del médulo de chip segun la invencion
representado en las figuras 1 a 3;

- la figura 5 muestra una representacion en seccion de un ejemplo de realizacion de la tarjeta inteligente segun la
invencién con el médulo de chip representado en las figuras 1 a 4; y

- la figura 6 muestra una vista del dorso de otro ejemplo de realizacién del médulo de chip segun la invencion.

La figura 1 muestra una vista del anverso de un ejemplo de realizacion de un médulo de chip 1 configurado segun la
invencion. En la figura 2 esta representada una vista del dorso del médulo de chip 1. La figura 3 muestra una
representacion en seccién correspondiente a lo largo de la linea de corte AA incluida en la figura 2. Se trata
Unicamente de representaciones esquematicas que no estan dibujadas a escala. Lo mismo es aplicable a las demés
figuras.

El médulo de chip 1 esta previsto para ser montado en una tarjeta inteligente y presenta un campo de contactos 2 en
su anverso, que después del montaje del médulo de chip 1 esta orientada hacia afuera. El campo de contactos 2
puede estar configurado de acuerdo con la norma ISO/IEC 7816 y consiste en una serie de superficies de contacto 3
gue se pueden conectar fisicamente con una unidad de conexion de un aparato externo no representada en las
figuras.

En el dorso representado en la figura 2, que queda orientado hacia adentro después del montaje en la tarjeta
inteligente, el modulo de chip 1 presenta un circuito integrado 4 en la zona del campo de contactos 2. El circuito
integrado 4 esta dispuesto sobre una lamina de soporte 5 y embutido en un cuerpo moldeado 6 para protegerlo
frente a deterioros. El campo de contactos 2 también esté dispuesto sobre la lamina de soporte 5, pero en la cara
delantera del médulo de chip 1, y se produce por ejemplo mediante precipitacion galvanica. Las superficies de
contacto 3 del campo de contactos 2 estan conectadas eléctricamente con el circuito integrado 4 a través de
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conductores de resistencia o por otros medios. Sobre la lamina de soporte 5 esta configurado un panel de
conexiones 7 con varias conexiones 8 junto a un lado del circuito integrado 4 y fuera del cuerpo moldeado 6. El
panel de conexiones 7 esta dispuesto a cierta distancia del cuerpo moldeado 6 y, en consecuencia, también a cierta
distancia del circuito integrado 4. En particular, el panel de conexiones 7 esta separado del cuerpo moldeado 6 en
una distancia tal que una zona de la ldmina de soporte 5, que esta prevista para la adhesion del médulo de chip 1y
que rodea el cuerpo moldeado 6, queda totalmente o en gran parte libre de las conexiones 8 del panel de
conexiones 7. Preferentemente, la distancia lateral entre el panel de conexiones 7 y el cuerpo moldeado 6 es de, al
menos, 2 mm. En el ejemplo de realizacibn mostrado, el panel de conexiones 7 estd dispuesto desplazado
lateralmente con respecto al campo de contactos 2 y presenta aproximadamente la misma dimension lateral que el
campo de contactos 2, de modo que la dimensién lateral del médulo de chip 1 corresponde aproximadamente al
doble de la dimensién lateral del campo de contactos 2. En otros ejemplos de realizacién del modulo de chip 1
también esté previsto preferentemente para no superar, o no superar en lo esencial, el doble del tamafio del campo
de contacto 2. Desde las conexiones 8 salen pistas conductoras 9 hacia el cuerpo moldeado 6. Las pistas
conductoras 9 forman parte de un circuito del modulo de chip 1 y pueden estar conectadas eléctricamente por
ejemplo con el circuito integrado 4.

En un perfeccionamiento del ejemplo de realizacién del médulo de chip representado en las figuras 1 a 3, en la zona
del panel de conexiones 7 estdn montados adicionalmente componentes electronicos, por ejemplo mediante técnica
SMD. En este contexto, la sigla SMD representa Surface Mounting Devices (dispositivos de montaje en superficie) y
significa que los componentes electrénicos estan realizados en forma miniaturizada y se sueldan directamente sobre
las pistas conductoras 9 del médulo de chip 1. En la zona del panel de conexiones puede estar configurado un
dispositivo de conmutacion, que tampoco estd representado. El dispositivo de conmutacion esta dispuesto
preferentemente en la parte exterior, es decir, en la cara visible en la figura 1. Puede consistir por ejemplo en una
tecla o conmutador capacitivo o en un circuito inductivo.

La figura 4 muestra otra vista del dorso del ejemplo de realizacion del médulo de chip 1 segun la invencion
representado en las figuras 1 a 3. En la representacibn mostrada en la figura 4 se han suprimido las pistas
conductoras 9 del mddulo de chip 1. En lugar de ello, la figura 4 muestra pistas conductoras 10 de la tarjeta
inteligente que, cuando el moédulo de chip 1 esta montado, estan dispuestas con respecto al panel de conexiones 7
del modulo de chip 1 del modo representado. Cada extremo de las pistas conductoras 10 representadas esta situado
en la zona de una de las conexiones 8, de modo que las pistas conductoras 10 se pueden conectar eléctricamente
con las conexiones 8. Sin embargo, tal como se explica mas adelante con referencia a la figura 5, las pistas
conductoras 10 de la tarjeta inteligente no estan configuradas sobre la lamina de soporte 5 del médulo de chip 1,
sino que forman parte de la tarjeta inteligente.

La figura 5 muestra una representacién en seccion de un ejemplo de realizacion de la tarjeta inteligente segun la
invencién con el médulo de chip 1 representado en las figuras 1 a 4. El plano de corte se elige de tal modo que el
moédulo de chip 1 se corta de nuevo a lo largo de la linea AA incluida en la figura 2. La tarjeta inteligente presenta un
cuerpo de tarjeta 11 con una escotadura 12 configurada en dos escalones. El médulo de chip 1 esta pegado en la
escotadura, estando configurada la adhesion entre el cuerpo de tarjeta 11 y una zona de la lamina de soporte 5 que
rodea el cuerpo moldeado 6. Las dimensiones laterales del médulo de chip son claramente mas pequefias que las
dimensiones laterales del cuerpo de tarjeta 11, que solo esta representado en parte. Las pistas conductoras 10 de la
tarjeta inteligente son accesibles para el médulo de chip 1 en la zona de la escotadura 12. Las pistas conductoras 10
estan conectadas con componentes eléctricos del cuerpo de tarjeta 11 que no estan representados en las figuras,
como por ejemplo una antena, un dispositivo de presentacion, una bateria, etc. En la zona del panel de conexiones 7
del modulo de chip 1, sobre el cuerpo de tarjeta 11 o sobre el médulo de chip 1, esta aplicado un adhesivo conductor
13, en particular un adhesivo ACF o un adhesivo ACP, para establecer una conexién eléctrica entre las pistas
conductoras 10 de la tarjeta inteligente y las respectivas conexiones 8 del modulo de chip 1. La sigla ACF representa
Anisotropic Conductive Film (pelicula conductora anisotropa), y la sigla ACP representa Anisotropic Conductive
Paste (pasta conductora anisétropa). En cualquier caso se trata de adhesivos 13 que presentan una conductividad
anisotropa. Si se utiliza un adhesivo 13 con conductividad anisétropa, éste se aplica de tal modo que la
conductividad dentro del plano del cuerpo de tarjeta 11 es considerablemente mas baja que en direccion
perpendicular a éste. De este modo, el adhesivo 13 se puede aplicar en toda la superficie de la zona del panel de
conexiones 7 del modulo de chip 1 sin por ello cortocircuitar las conexiones 8. No obstante también es posible
utilizar un adhesivo con conductividad isétropa. En este caso se ha de tener en cuenta que el adhesivo solo se
puede aplicar puntualmente en la zona de las conexiones 8 y que los puntos de adhesivo de diferentes conexiones
del cuerpo de tarjeta no se pueden estar en contacto entre si.

Alternativamente, para establecer conexiones eléctricas entre las pistas conductoras 10 de la tarjeta inteligente y las
conexiones 8 del médulo de chip 1 también se puede utilizar el método Flexible Bump, en el que las conexiones 8
del médulo de chip 1 se apoyan directamente en las pistas conductoras 10 de la tarjeta inteligente y se sueldan con
éstas.

Mediante la disposicién del panel de conexiones 7 del médulo de chip la distancia del cuerpo moldeado 6, la carga
mecanica del panel de conexiones 7, por ejemplo en caso de una solicitacidn de flexion del cuerpo de tarjeta 11, se
puede mantener en valores relativamente bajos, ya que existe una separacion espacial con respecto al cuerpo
moldeado 6, cuerpo moldeado 6 que aumenta la rigidez.
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En una modificacion del ejemplo de realizacién representado esta previsto que, al menos, algunas conexiones 8 del
panel de conexiones 7 sean accesibles desde fuera de la tarjeta inteligente. Esto se puede lograr por ejemplo
disponiendo las conexiones 8 en anverso del moédulo de chip 1. Las conexiones 8 accesibles desde fuera se pueden
conectar con unidad de conexion de un aparato externo, de modo similar al campo de contactos 2. Esto permite, por
ejemplo, cargar una bateria dispuesta en el cuerpo de tarjeta 11. Igualmente es posible utilizar conexiones 8
dispuestas en la cara delantera del médulo de chip 1 como una tecla de sensor. Estas conexiones 8 pueden estar
conectadas con pistas conductoras 9 del médulo de chip 1 o con pistas conductoras 10 de la tarjeta inteligente y
pueden servir, por ejemplo, para conmutar funciones de la tarjeta inteligente.

En otra modificacién, el panel de conexiones 7 presenta otros componentes ademas de las conexiones 8 o en lugar
de éstas. Esto esta representado en la figura 6.

La figura 6 muestra una vista del dorso de otro ejemplo de realizacién del médulo de chip segun la invencién 1. En
este ejemplo de realizacion, las pistas conductoras 9 del mddulo de chip 1 estan dispuestas en la zona del panel de
conexiones 7 de tal modo que forman una antena 14.

En el dorso del médulo de chip 1 pueden estar dispuestas conexiones 8 ademas de la antena 14, pero éstas no
estan representadas en la figura 6.

También es posible disponer la antena 14 en el anverso del médulo de chip 1y equipar el dorso del médulo de chip
1 con conexiones 8 correspondientemente a la figura 2. También es concebible una disposicidon de la antena 14 en
el anverso y en el dorso del médulo de chip 1. La antena 14 puede estar conectada eléctricamente con dos
superficies de contacto 3 del campo de contactos 2, con lo que se forma también una conexion eléctrica con el
circuito integrado. También es posible disponer en la zona del panel de conexiones 7, en el anverso y/o el dorso del
madulo de chip 1, superficies capacitivas no representadas en las figuras, con las que se puede regular por ejemplo
la frecuencia de resonancia de la antena 14.

Del mismo modo, en la zona del panel de conexiones 7 se pueden disponer componentes electronicos, en particular
mediante técnica SMD. En la zona del panel de conexiones puede estar configurado un dispositivo de conmutacion,
que tampoco esta representado en las figuras. El dispositivo de conmutacion esta dispuesto preferentemente en la
parte exterior, es decir, en la cara visible en la figura 1. Puede consistir por ejemplo en una tecla o conmutador
capacitivo o en un circuito inductivo.

La idea de la invencion se puede aplicar a una disposicion de una antena sobre un soporte. La antena esta
dispuesta sobre el soporte 5 a cierta distancia lateral del circuito integrado 4, sin que haya ningun panel de
conexiones. Los demas aspectos de un panel de conexiones segun la invenciéon anteriormente mencionados son
igualmente aplicables a una disposicién de una antena.

Adicional o alternativamente a las variantes arriba descritas, también es posible una serie de modificaciones y
perfeccionamientos del médulo de chip 1. Por ejemplo, en el médulo de chip 1 pueden estar previstos varios paneles
de conexiones 7, en particular dos paneles de conexiones 7 en caras del circuito integrado opuestas entre si. El
moédulo de chip 1 también puede estar configurado de otro modo en lo que respecta a su estructura basica. Para ello
se puede utilizar en principio cualquier procedimiento estandar de la fabricacién de mddulos de chip, por ejemplo la
técnica Lead Frame (bastidor de conductores), en la que el circuito integrado 4 se dispone sobre un campo de
contactos 2 troquelado; la técnica Flip Chip (viruta volante), en la que el circuito integrado 4 con se dispone con su
cara de contacto sobre la lamina de soporte 5, etc.

Dependiendo del campo de aplicacién, la tarjeta inteligente segin la invencion se puede disefiar para una
comunicacion a través de una conexion fisica o a través de una conexion sin contacto. También es posible una
comunicacién de la tarjeta inteligente tanto a través de una conexién fisica como a través de una conexion sin
contacto.

Un soporte de datos portatil en el sentido de la presente invencion consiste en particular en un soporte de datos en
forma de tarjeta, por ejemplo una tarjeta inteligente o un médulo SIM, una ficha (token), por ejemplo un ficha USB, o
también un llavero.
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REIVINDICACIONES

1. Mddulo de chip para un soporte de datos portatil con un circuito integrado (4), que esta dispuesto sobre un
soporte (5), caracterizado porque sobre el soporte (5), a cierta distancia lateral del circuito integrado (4), esta
configurado un panel de conexiones (7) con varias conexiones (8) para conectar, al menos, un componente
eléctrico, estando dispuesto dicho panel de conexiones (7) fuera de una zona de la lamina de soporte (5) que rodea
el cuerpo moldeado, y en el que la zona de la lamina de soporte (5) que rodea el cuerpo moldeado rodea el circuito
integrado (4) o un cuerpo moldeado (6) en el que esta embutido el circuito integrado (4).

2. Médulo de chip segiin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos algunas de las
conexiones (8) estan conectadas eléctricamente con el circuito integrado (4).

3. Mddulo de chip segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos algunas de las
conexiones (8) estan dispuestas en la misma superficie principal del soporte (5) en la que también esta dispuesto el
circuito integrado (4).

4. Médulo de chip segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la zona del panel de
conexiones (7) esta configurado, al menos, un elemento capacitivo y/o, al menos, un elemento inductivo.

5. Médulo de chip segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la zona del panel de
conexiones (7) esta configurado, al menos, un dispositivo de conmutacion.

6. Médulo de chip segin una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la zona del panel de
conexiones (7) esta dispuesto, al menos, un componente electrénico, preferentemente mediante técnica SMD.

7. Modulo de chip segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el circuito integrado (4) esta
conectado eléctricamente con un campo de contactos estandar (2) para conexion externa.

8. Mddulo de chip segun la reivindicacién 7, caracterizado porque el panel de conexiones (7) esta dispuesto
desplazado lateralmente con respecto al campo de contactos (2) para la conexion externa.

9. Soporte de datos portatil con un cuerpo de tarjeta (11), que tiene, al menos, un componente eléctrico, y un médulo
de chip (1) segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la conexion eléctrica entre el mddulo de chip (1) y el
componente eléctrico del cuerpo de tarjeta (11) esté realizada por medio de un panel de conexiones (7) del mddulo
de chip (1), que esta dispuesto sobre el soporte (5) a cierta distancia lateral del circuito integrado (4) y presenta
varias conexiones (8).

10. Soporte de datos portatil segun la reivindicacién 9, caracterizado porque al menos algunas de las conexiones
(8) del panel de conexiones (7) estan conectadas eléctricamente con estructuras (10) del cuerpo de tarjeta (11)
previstas para ello por medio de un adhesivo conductor eléctrico (13), que preferentemente presenta una
conductividad anisotropa.

11. Soporte de datos portatil segun una de las reivindicaciones 9 o 10, caracterizado porque al menos una
conexion (8) del panel de conexiones (7) es accesible desde fuera del cuerpo de tarjeta (11).

12. Soporte de datos portatil segin una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque las dimensiones
laterales del moédulo de chip (1) son menores que las dimensiones laterales del cuerpo de tarjeta (11).

13. Soporte de datos portatil segun una de las reivindicaciones 9 a 12, caracterizado porque el médulo de chip (1)
esta dispuesto en una escotadura (12) del cuerpo de tarjeta (11), que preferentemente esta configurada con dos
escalones y que esté abierta al entorno.
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCION

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de los
documentos de patente europeos. Aun cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripcion

* WO 02089050 A1 [0004]
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